Zatacznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamdwienia

A. Nazwa Urzadzenia.

Urzadzenie do centrowania i naswietlania wiazka elektronowa (elektronolitograf).

B. Gléwne zastosowania Urzadzenia.

Urzadzenie do centrowania i naswietlania wiazka elektronowa stuzace do definiowania ré6znego rodzaju obiektow o
rozmiarach nanometrycznych metoda litografii elektronowej. Urzadzenie przeznaczone jest do bezposredniego
generowania wzorow i masek litograficznych na réznego rodzaju podtozach z wykorzystaniem znacznikdéw centrujacych
lub bez nich przy uzyciu wysokoenergetycznej wigzki elektronowe;.

C. Przedmiot zaméwienia wraz ze wszystkimi opcjami i elementami wyposazenia dodatkowego, w jakie powinno
by¢ wyposazone Urzadzenie. Czesci skladowe Urzadzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich wyodrebnienie). Spis
czesci i materialéw eksploatacyjnych, z ktérymi ma by¢ dostarczone Urzadzenie.

Przedmiotem zamoéwienia jest urzadzenie do centrowania i nas§wietlania wiazka elektronowa (elektronolitograf).
Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i by¢ najnowsza mozliwa wersja oferowanego modelu.
Elementy przedmiotu zaméwienia:

1. Jednostka gtéwna z kolumng elektronowa do generacji wzorow.

2. Jednostka sterujaca z kompletem oprogramowania sterujacego i pakietem do symulacji oraz projektowania
parametrow naswietlania.

3. Stolik roboczy.

4. Stacja zaladowcza z kasetami.

5. System zasilania.

6. System prozniowy.

7. Panel sterujacy.

8. Stanowisko do przygotowywania i przetwarzania danych graficznych z oprogramowaniem

9. Miernik monitorujacy prad wiazki.

10. Uktad chtodzenia.

11. System kompensacji p6l elektromagnetycznych AC i DC.

12. System redukcji drgan.

13. Mikroskop optyczny

14. Dodatkowe indywidualne uziemienie aparatury

15. Urzadzenia pomocnicze niezb¢dne do uruchomienia, eksploatacji Urzadzenia i przechowywania osprzetu i
narzedzi serwisowych.

16. Gwarancja na urzadzenie.

17. Dokumentacja techniczna urzadzenia.

18. Wykonawca zapewnia dostgp do czesci zamiennych do Urzadzen przez co najmniej 7 lat od dostarczenia
urzadzenia.

19. Transport, wniesienie oraz instalacja urzadzen w tym podtaczenie do wszystkich niezbgdnych mediéw (proznia,
sprezone powietrze, azot gazowy, wyciagi, kanalizacja, woda chlodzaca oraz zasilanie elektryczne) jest po
stronie wykonawcy.

D. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zarowno samego Urzadzenia, jak i elementéw wyposazenie
dodatkowego), jakie powinno spelnia¢ zamawiane Urzadzenie.

1. Jednostka gléwna z kolumna elektronowa do generacji wzoréw.

a. Sterowana cyfrowo za pomocg oprogramowania zainstalowanego na jednostce sterujace;j.

b. Wyposazona w dziato elektronowe z termiczng emisja polowa

c. Napiecie przyspieszajace: co najmniej dwie wartosci 100 kV i 50 kV. Napiecie przyspieszajace ustawiane
cyfrowo, regulowane ptynnie lub skokowo.

d. Ptynna, cyfrowa regulacja warto$ci pradu wigzki elektronowej na probce (ang. probe current) w zakresie
co najmniej 50 pA-200 nA.

e.  Maksymalna dopuszczalna zmiana pradu wigzki elektronowej £0,5%/godz. dla napi¢é przyspieszajacych
100KV i 50kV.

f.  Stabilno$¢ pozycjonowania wiazki elektronowej: < 50nm/godz. dla napigé przyspieszajacych 100kV i
50KkV.

g. Mierzona minimalna $rednica wiazki elektronowej: <4 nm.

h.  Sposob generowania wzoru: bezpo$rednie generowanie wzoru wiazka elektronowg o przekroju kotowym
(ang. vector scan).

i.  Uklad odchylania wigzki elektronowej:

i. Elektrostatyczny, elektromagnetyczny lub hybrydowy taczacy uktad elektrostatyczny z
elektromagnetycznym.

/\‘ sl'_zAAr:'lOWY Rzeczpospolita Sﬂ"ﬂﬁ;"’gz ::p‘;;:i; g
[ Polska A aL ik
=m__- ODBUDOWY NextGenerationEU *




=

ii. Maksymalna szybkosci skanowania wigzki elektronowej nie mniejsza niz 125 MHz.
iii. Mozliwoé¢ zatadowania do komory procesowej catego podtoza okraglego o $rednicy 200 mm
Minimalny skok rastra adresowania potozen wigzki (rozdzielczo$¢ uktadu odchylania) nie wigkszy niz
1nm przy 100kV i 2nm przy 50kV.
Minimalne pole nas§wietlania dla wszystkich warto$ci napig¢ przyspieszajacych - co najmniej 1000 pm x
1000 pm.
Doktadnos¢ sklejania wzoréw sasiadujacych (ang. stiching accuracy) nie gorsza niz + 12 nm przy napigciu
przyspieszajacym 100 kV i polu naswietlania 1000 um % 1000 pm.
Doktadnos¢ centrowania wzajemnie naktadajacych si¢ wzorow (ang. overlay accuracy) nie gorsza niz + 12
nm przy napigciu przyspieszajacym 100kV i polu naswietlania 1000 pm x 1000 pm.
Centrowanie pola generacji wzorow:

i automatyczne z wykorzystaniem uktadu znacznikdw,

ii. reczne z wykorzystaniem obrazéw bazujacych na sygnale z detektora BSE lub SE w oparciu o

znaczniki umieszczone na probce.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w detektor SE i niezalezny detektor BSE pracujace w calych zakresach
napie¢ i pradow zapewnianych przez Urzadzenie.
Urzadzenie musi umozliwia¢ automatyczna (tzn. poprzez oprogramowanie sterujace) zmiang apertur i
pradu wiazki.
Wymagana cyfrowa rejestracja obrazow z detektorow SE lub detektorow BSE.
Korekcja aberracji zwigzanych z odchylaniem wigzki: dynamiczna korekcja ostrosci i dynamiczna
korekcja stygmatyzmu.

2. Jednostka sterujaca z kompletem oprogramowania sterujacego i pakietem do symulacji oraz projektowania

parametréw naswietlania.

a.

b.

o

Jednostka sterujaca o wydajnos$ci zapewniajacej ergonomiczng, ptynng i bezproblemowa prace Urzadzenia
przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania.
Oprogramowanie sterujgce ma obejmowac srodowisko do przygotowywania i przetwarzania danych
graficznych z oprogramowaniem do:
i konwersji danych zapisywanych w przyjetych powszechnie formatach (GDS II),
ii. zaawansowanej edycji danych graficznych,
iii. korekty efektow zwigzanych ze zjawiskiem sgsiedztwa.
Oprogramowanie sterujgce musi umozliwia¢ zdalng obstuge Urzadzenia przez Internet.
Oprogramowanie sterujace musi umozliwia¢ korekcje parametrow naswietlania:
i korekcje dawki (ang. dose correction),
ii. korekcje potozenia wigzki (ang. beam position correction),
iii. korekcje odchylenia wigzki (ang. beam deflection system correction).
Oprogramowanie sterujgce do obshugi Urzadzenia musi zapewniaé:
i. pelng obstuge Urzadzenia,
ii. kontrole parametréw dziata elektronowego,
iii. kontrole i sterowanie procesami naswietlania,
iv. zmiang warunkoéw skanowania,
V. monitorowanie i kontrole potozenia wigzki,

Vi. mozliwo$¢ okre$lenia i zmiany parametrow potrzebnych do obrazowania (kontrast, jasno$¢,

ostros¢, korekcja astygmatyzmu),
vii. kontrolg i sterowanie stolika laserowego,
viii. testowanie, diagnostyke i justowanie systemu,

iX. interfejs graficzny wizualizujacy stan Urzadzenia i przebieg aktualnie wykonywanych
procesow,

X. mozliwos¢ rysowania projektow struktur litograficznych,

xi.  modut do generowania nakladajacych si¢ wzoréw z automatycznym przesunieciem pola lub
system musi posiada¢ automatyczng kontrole naktadania si¢ wzoréw z wykorzystaniem
znacznikow referencyjnych,

Xii. mozliwo$¢ definiowania i przechowywania w dedykowanej bazie danych procedur i
parametrow wielu procedur
xiii. logowanie zdarzen na biezaco. Logi zapisywane w standardzie .txt, lub .csv w sposob
elektroniczny.
Xiv. odczytywanie logdw zdarzen na potrzeby zapisu do systemow informatycznych. Do
oprogramowania musi by¢ dotagczona dokumentacja opisujgca strukture plikow z logami.
Dostarczone z Urzadzeniem oprogramowanie sterujace musi posiada¢ bezterminowa licencje¢ komercyjna
na wszystkie moduty wchodzace w sktad oprogramowania sterujacego.
Jednostka sterujaca musi mie¢ mozliwos¢ pracy zdalnej z wykorzystaniem polaczenia sieciowego.
System operacyjny - zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit lub
rownowazny. Parametry rownowaznos$ci:
a. Zainstalowany system niewymagajacy recznego wpisywania klucza licencyjnego i aktywacji za
pomocg telefonu lub Internetu;
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b. Peha integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadana przez Zamawiajacego) oparta na
systemie Windows Server 2012;

C. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadang
przez Zamawiajacego), WMI;

d. Pelna integracja z VPN FortiClient, Microsoft Office 365, Exchange 2019;

e. Graficzny interfejs w jezyku polskim lub angielskim;

f.  Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie moga by¢ realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 11,

g. W przypadku systemu operacyjnego rownowaznego nalezy podac¢ jego nazwe w ofercie oraz zalaczy¢
oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace rownowaznos¢ systemu operacyjnego (dokumenty te
stanowig integralng czes¢ oferty i nie podlegaja uzupeknieniu).

i.  Odzyskiwanie systemu operacyjnego - partycja recovery lub dotgczony nos$nik zewnetrzny, umozliwiajacy
przywrdcenie systemu operacyjnego do stanu poczatkowego.
j. Whbudowana karta sieciowa ze ztaczem RJ-45 1000 Mb/s z obstuga IEEE 802.1x.
W przypadku braku mozliwosci dostarczenia komputera z systemem operacyjnym opisanym powyzej zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ uzycia dostarczonego przez Wykonawce komputera posredniczacego w komunikacji z urzadzeniem
spelniajacego opisane wymagania.

3. Stolik roboczy.
Parametry stolilga roboczego:

a. Srednica montowanego okraglego podtoza (ang. wafer): co najmniej 200 mm,

b. Kontrola pozycji stotu roboczego: przy wykorzystaniu interferometru laserowego z krokiem co najmniej
A/1024 (ok. 0,62 nm),

C. Znaczniki centrowania (kalibracji uktadu wspoirzednych stotu roboczego pozwalajace na automatyczne
ustawienia pozycji stotu przy pomocy systemu pomiarowego interferometru laserowego.

d.  Zakres ruchu stolika w osiach X i Y: co najmniej 160 mm x 160 mm,

4. Stacja zaladowcza z kasetami.
a. Stacja zaladowcza do zatadunku podtozy i probek w trybie automatycznym.
b. Dostarczone w standardzie co najmniej nastgpujace kasety do zatadunku podtozy okragtych (ang. wafers) i
kawatkow podtozy:
i.  Podloze okragte o $rednicy 8”, grubosci do 1 mm, z mozliwoscia rotacji podtoza w kasecie. Orientacja
podioza wzgledem tzw. notch
ii.  Podloze okragte o $rednicy 6, grubosci do 1 mm, z mozliwo$cig rotacji podtoza w kasecie. Orientacja
podtoza wzgledem S$cigcia bazowego.
iii.  Podloze okragle o $rednicy 4”, grubosci do 1 mm, z mozliwoscig rotacji podtoza w kasecie. Orientacja
podtoza wzgledem S$cigcia bazowego.
iv.  Podloze okragle o $rednicy 3”, gruboéci do 1 mm, z mozliwoscia rotacji podtoza w kasecie. Orientacja
podioza wzgledem S$cigcia bazowego.
V.  Podloze okragte o $rednicy 2”, grubosci do 1 mm, z mozliwoscia rotacji podtoza w kasecie. Orientacja
podioza wzgledem S$cigcia bazowego.
vi.  Kawalkéw o nieregularnych ksztattach i wymiarach do 50 x 50 mm oraz grubos$ci do 1 mm
vii.  Kawalkow o wymiarach 5x5 mm, 10x10 mm, 15 X 15 mm, 20 x 20 mm i grubo$ci do 1 mm kazdy.
Dostarczone kasety musza zapewni¢ sposob montazu podtozy i kawatkow podtozy w taki sposob, alby mozliwy byt
pomiar wysokosci powierzchni probki, niezbedny do przeprowadzenia prawidiowej kalibracji urzadzenia i procesu
naswietlania.

5. System zasilania.
System zasilania musi sktada¢ si¢ z bloku wysokiego napigcia, zasilania awaryjnego UPS z filtrem oraz transformatora
napigcia. Uktad awaryjnego zasilania (UPS) musi umozliwia¢ podtrzymanie zasilania Urzadzenia przez minimum 20
minut oraz filtrowanie przekazywanego do Urzadzenia zasilania. System zasilania musi umozliwi¢ nieprzerwane
prawidlowe funkcjonowanie Urzadzenia oraz uzyskiwanie przez nie wymaganych parametrow po jego podtaczeniu do
zasilania dostgpnego w miejscu instalacji Urzadzenia.

6. System prozniowy.

a. Calkowicie automatyczny, bezolejowy uktad prézniowy. Uzyskiwany przez system pompowania poziom
wysokiej prozni w komorze probki lepszy niz 10 Pa. Pompy prozni wstepnej muszg by¢ zainstalowane na
kondygnacji technicznej +2 (sub-fab) pietro nizej w sposob minimalizujacy przenoszenie drgan na
konstrukcj¢ budynku.

b. Dodatkowe wymagane funkcjonalnosci:

i automatyczne programy zaazotowania i pompowania $luzy, czas pompowania do prézni wymaganej
w procesie - ponizej 10 min.,

ii.  automatyczny tryb utrzymania wymaganej proézni w komorze roboczej,

iii.  automatyczny przebieg zaazotowania i pompowania §luzy przy wymianie nas§wietlanych podtozy.
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7. Panel sterujacy.
Urzadzenie musi zawiera¢ panel kontrolny, pozwalajacy na cyfrowa regulacj¢ podstawowych, czesto uzywanych
parametrow i funkcji Urzadzenia — co najmniej wigczenie/wytgczenie Urzadzenia oraz ustawienia wigzki.

8. Stanowisko do przygotowywania i przetwarzania danych graficznych z oprogramowaniem (z pelna
dokumentacja).
W pehni wyposazone do pracy stanowisko z jednostka obliczeniowa o min. 24 rdzeniach, min. 128 GB pami¢ci RAM,
dysku SSD o przepustowosci min. 6 000 MB/s losowe operacje powyzej 600 000 IOPS oraz dwoch ekranach LCD o
minimalnej przekatnej 27” i rozdzielczosci min. 4K kazdy.
a. System operacyjny - zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit lub
rownowazny.
b. Parametry rOwnowaznosci:
i. Zainstalowany system niewymagajacy r¢cznego wpisywania klucza licencyjnego 1 aktywacji za
pomoca telefonu lub Internetu;
ii. Pelna integracja z domena Active Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajacego) opartg na
systemie Windows Server 2012;
iii.  Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadang
przez Zamawiajacego), WMI;
iv. Pelna integracja z VPN FortiClient, Microsoft Office 365, Exchange 2019;

V. Graficzny interfejs w jezyku polskim lub angielskim;
Vi. Wszystkie w/w funkcjonalno$ci nie moga by¢ realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 11;
vii. W przypadku systemu operacyjnego rownowaznego nalezy podaé jego nazwe w ofercie oraz zalaczy¢

o$wiadczenie i dokumenty potwierdzajace rownowaznos$¢ systemu operacyjnego (dokumenty te
stanowig integralng czgs¢  oferty i nie podlegaja uzupetnieniu).
c.  Odzyskiwanie systemu operacyjnego - partycja recovery lub dofgczony nosnik zewnetrzny, umozliwiajgcy
przywrdcenie systemu operacyjnego do stanu poczatkowego.
d. Wbudowana karta sieciowa ze ztgczem RJ-45 1000 Mb/s z obstugg IEEE 802.1x.

Stanowisko ma by¢ wyposazone w wymienione ponizej moduty oprogramowania (z pelnymi licencjami komercyjnymi):
a. Pakiet oprogramowania do korekcji efektu sasiedztwa (ang. Proximity Effect Correction),
b. Oprogramowanie do tworzenia struktur 3D,
c. Oprogramowanie typu CAD do projektowania struktur litograficznych,
d. Oprogramowanie do korekcji ksztattu,
e. Oprogramowanie do symulacji Monte Carlo.
Licencja na opisane moduty oprogramowania musi umozliwia¢ prace w trybie ,,floating license” na innych jednostkach
obliczeniowych z systemem Windows.

9. Miernik monitorujacy prad wiazki.
System ma zawiera¢ detektor pomiaru pradu wiazki elektronowej oraz cyfrowy miernik pradu wiazki (pikoamperomierz).

10. Uklad chlodzenia wodnego (woda-woda).

a.  Wraz z Urzadzeniem musi by¢ dostarczony i zainstalowany dedykowany uktad chtodzenia woda — woda lub
woda powietrze. Chtodzenie musi swoja wydajnoscia zapewnic¢ stabilng i prawidtowa pracg calego systemu.

b. W przypadku zastosowania uktadu woda — woda, uktad chtodzenia musi by¢ podtaczony do istniejacego zrodta
wody chtodzacej w budynku przy pomocy instalacji zapewniajacej wymagane parametry techniczne pracy
uktadu. Ze wzgledu na uzywang wode DI w instalacji wody chtodzacej wymaga si¢ elementow ze stali
kwasoodpornej

C.

11. System kompensacji p6l elektromagnetycznych AC i DC.

Musi by¢ dostarczony i zainstalowany dedykowany system do kompensacji pol elektromagnetycznych AC i DC
eliminujacy pola elektromagnetyczne jednoczes$nie w trzech wzajemnie prostopadtych kierunkach X, Y, Z (gdzie Z jest
kierunkiem pionowym) co najmniej w zakresie czestotliwosci od 0,5 Hz do 1 kHz.

12. System redukcji drgan.
Urzadzenie (gtdéwna komora) musi by¢ wyposazone w system antywibracyjny (system redukcji drgan odpowiedni do

warunkéw Srodowiskowych umozliwiajacy uzyskanie wymaganych parametréw pracy Urzadzenia we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu instalacji).

13. Mikroskop optyczny
a. Mikroskop optyczny pozwalajacy na obrazowanie zamontowanych w kasetach podtozy, okreslania potozenia
znakow centrujacych i pozycjonowania naswietlania bez konieczno$ci naswietlania elektronami podtoza.
b. Oprogramowanie pozwalajgce na cyfrowe sterowanie mikroskopem oraz na zapisywanie i przechowywanie
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zdje¢ wykonanych mikroskopem.
c. Oprogramowanie pozwalajace na uzyskanie informacji o pozycji ogladanego fragmentu podtoza wzgledem
stolika.

14. Dodatkowe indywidualne uziemienie aparatury
Nalezy przewidzie¢ i wyceni¢ wykonanie dodatkowego indywidualnego uziemienia dostarczanej aparatury.
Nalezy wykonaé ulozeni okoto 200 mb przewodu o przekroju 30 mm? uziemiajacego wraz z wykonaniem przej$é przez
przegrody i strefy pozarowe w budynku oraz sprowadzeniem do gruntu poprzez wbicie szpilek i uzyskanie wymaganych
parametrow (<10 Ohm).

15. Urzadzenia pomocnicze niezbedne do uruchomienia, eksploatacji urzadzenia i przechowywania osprzetu i
narzedzi serwisowych oraz inne wymagania.

a. Obstuga Urzadzenia musi by¢ mozliwa przy wykorzystaniu jezyka polskiego lub angielskiego (dotyczy to
w szczegolnosci opisu elementow sterujacych na konsolach, klawiaturze, urzadzeniach itd.).

b. Gaz SF6, jezeli jest konieczny, musi by¢ dostarczony w butli z reduktorem.

c. UPS, uktad chtodzenia wodnego oraz inne urzadzenia, ktore nie musza by¢ zainstalowane w pomieszczeniu
Urzadzenia, beda zainstalowane na nizszym pigtrze budynku technologicznego (sub-fab’ie), w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

d. Wymagane jest, aby na Urzadzeniu oraz na stole do obstugi urzadzenia znajdowat sie wytacznik bezpiecznego
wylaczenia Urzadzenia w sytuacji awaryjne;j.

e. Urzadzenie musi by¢ przekazane Zamawiajagcemu do eksploatacji w stanie gotowym do pracy — wyposazone
w komplet przystawek, licencji, opcji, przewodow, urzadzen niezbednych do jego uruchomienia i
prawidlowego funkcjonowania.

f.  Jezeli do biezgcego serwisowania Urzadzenia wymagane sg drabiny, dzwigi etc. to zamawiajagcy wymaga ich
dostarczenia w wersji kompatybilnej z pomieszczeniem czystym o klasie czystosci 1SO-4.

g. Stot roboczy i dwa krzesta umozliwiajace ergonomiczng prace przy urzadzeniu, kompatybilne z laboratorium o
klasie czystosci ISO-4.

16. Gwarancja na urzadzenie
Minimalny czas gwarancji bezawaryjnej pracy urzadzenia — 12 miesigcy. Gwarancja obejmuje czg¢$ci zamienne, materiaty
i elementy zuzywalne oraz prac¢ ludzi na miejscu i zdalnie w zalezno$ci od wystepujacego zdarzenia. Gwarancja
obejmuje minimum jednorazowa prewencyjng akcje serwisowa przed koncem okresu gwarancji.

17. Dokumentacja urzadzenia
Wraz z urzadzeniem zostanie dostarczona dokumentacja techniczna w jezyku polskim lub angielskim wraz ze schematami
uktadow urzadzenia w dwoch kopiach fizycznych, drukowanych lub elektronicznych:
1. Elektrycznego
2. Prézniowego
3. Chlodzenia
4. Mechanicznego

18. Wykonawca zapewnia dostep do cze$ci zamiennych do Urzadzen przez co najmniej 7 lat od dostarczenia
urzadzenia.

19. Transport, wniesienie oraz instalacja urzadzen w tym podlaczenie do wszystkich niezbednych mediow
(préznia, sprezone powietrze, azot gazowy, wyciagi, kanalizacja, woda chlodzaca oraz zasilanie elektryczne)
jest po stronie wykonawcy.

E. Nietypowe parametry Urzadzenia i/lub jego wyposaZenia istotne ze wzgledu na sposob uzytkowania, czy
instalacje. Wymagania co do wymiarow i wagi Urzadzenia.

1. Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z klasg czystosci pomieszczenia 1SO 4.

2. Wymiary poszczegélnych elementow Urzadzenia musza umozliwia¢ ich transport wewnatrz budynku do miejsca
instalacji Urzadzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szeroko$¢ 195 cm i wysokos¢ 255cm.

3. Wymiary Urzadzenia w stanie gotowym do pracy musza uwzglednia¢ wysoko$¢ przestrzeni miedzy sufitem
podwieszanym i podniesiong podtoga, ktéra wynosi 285cm.

4. Maksymalna waga Urzadzenia musi uwzgledniaé przyjete maksymalne obcigzenie uzytkowe wynoszace 5 KN/m?2,

5. Sposéb montazu elementdow wyposazenia Urzadzenia musi by¢ przeprowadzony w sposdb minimalizujacy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

6. Wykonawca musi dysponowac laboratorium wdrozeniowym, w ktorym testuje i opracowuje nowe technologie, ktorego
wyniki sg dostepne dla klientow kupujacych urzadzenia, ktorych te technologie dotycza.

7. Laboratorium wdrozeniowe Wykonawcy zestawu urzadzen musi takze oferowaé wsparcie technologiczne, a w
przypadkach opracowywania przez Zamawiajacego nowych technologii petni¢ rolg partnera na podstawie sformutowane;j
na t¢ okoliczno$¢ umowy o wspotpracy.

F. Parametry techniczne instalacji i mediéw technicznych dostepne w miejscu instalacji Urzadzenia.
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W pomieszczeniu instalacji 3.33 Budynku Technologicznego przewidziano nastgpujace media:

- N2 — azot gazowy

- O2- tlen — ze zbiornika zewnetrznego

- centralne, spre¢zone powietrze

- centralna préznia - (nie dla celow realizacji procesow technologicznych, ale np. dla manipulatoréw/chwytakow
podcisnieniowych)

- centralna woda chtodzaca o przeptywie do 20 1/min. W przypadku wymaganego wyzszego przeptywu konieczne jest
uwzglednienie w ofercie dodatkowego systemu chtodzacego (chiller lub inny uktad chtodzacy), kompatybilnego z
instalacja techniczna laboratorium.

H. Kryteria odbioru Urzadzenia. Minimalne wymagania na uzyskane rezultaty w testach Urzadzenia u
Producenta i po zainstalowaniu, wraz ze zdefiniowaniem metod pomiarowych, materialéw uzytych do pomiarow
oraz parametrow urzadzen pomiarowych uzytych do testow.

Odbior Urzadzen jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wykonaniu ponizszych testow u Producenta, etap drugi
polega na wykonaniu tych samych testoéw po zainstalowaniu Urzadzen w miejscach wskazanych w punkcie | przy
wykorzystaniu zaoferowanych wraz z urzadzeniem systemoéw kompensacji pol elektromagnetycznych AC i DC oraz
system redukcji drgan. Wykonawca zapewnia materiaty niezbedne do przeprowadzenia testow akceptacyjnych.

1. Kontrola systemow urzadzenia i potwierdzenie wymaganych funkcjonalnosci:
- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich uktadow i elementow

- sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;

- zatadunek podlozy z zastosowaniem dostarczonych kaset;

- dzialanie systemOw bezpieczenstwa;

- testow sprawdzajacych wedtug norm producenta;

Kazdy z opisanych ponizej testow zostanie wykonany pi¢ciokrotnie na jednym podtozu pétprzewodnikowym w miejscach
[um] (0; 0), (0; 60000), (0; -60000), (60000; 0), (-60000; 0),

Podloze moze by¢ pokryte rezystem negatywowym lub pozytywowym o wybranej przez dostawcg grubosci. Podtoze
wraz z rezystem dostarcza Wykonawca.

2. Laczenie (ang. stitching) pol naswietlania przy napigciu 100 kV i w trybie rozmiaru pola naswietlania 1000 x 1000 pm.
Na krawedzi cztery pola naswietlania zostanie wykonana seria min. 39 prostokatnych wzoréw o wymiarach 0,5 x 10 um
tak, ze od $rodkowego prostokata kolejne beda si¢ rozchodzi¢ z rozsunigciem wzgledem siebie zwigkszajacym si¢ 0O
12 nm (tzw. noniusz, ang. Vernier scale). Wzory zostana rozmieszczone centralnie na czterech krawedziach pol
naswietlania. Na zyczenie Wykonawcy zostanie udostgpniony plik graficzny z opisywana topografia.

3. Minimalna szeroko$¢ linii naswietlania przy napieciu 100 kV i w trybie rozmiaru pola naswietlania 1000 x 1000 pm.
Wewnatrz czterech sasiednich pol naswietlania zostanie wykonana seria 10 linii o grubo$ci maksymalnie 10 nm i dlugo$ci
50 um, linie zostang ustawione w ksztalt prostokata. Wzoér zostanie zdublowany w czterech sasiednich polach
naswietlania. Na zyczenie Wykonawcy zostanie udostepniony plik graficzny z opisywana topografia.

4. Naktadanie si¢ wzoréw (ang. overlay) przy napigciu 100 kV i w trybie rozmiaru pola naswietlania 1000 x 1000 um.
Opisany test zostanie wykonany z zastosowaniem znakow centrujacych umieszczonych na podtozu potprzewodnikowym.
Mozliwe jest wykorzystanie znakoéw centrujacych globalnych i lokalnych. Znaki centrujace mogg byé wytrawione
bezposrednio w podtozu lub naniesione na jego powierzchni¢ z innego materiatu.

Wewnatrz czterech sasiednich pdl naswietlania zostanie wykonana seria min. 13 prostokatnych wzoréw o wymiarach
0,5 x 10 um. Serie prostokatow beda umieszczone prostopadle wzgledem siebie. Nastepnie podioze zostanie wyjete z
urzadzenia oraz kasety do zatadunku podlozy, a nastgpnie zamontowane ponownie. Po zatadunku na podiozu zostanie
naswietlona druga cze$¢ wzoru, skladajgca si¢ z prostokatdéw o tych samych wymiarach naswietlonych obok pierwszej
czgscei tak, ze beda sig rozchodzi z rozsunigciem zwigkszajacym si¢ wzgledem siebie o 12 nm (tzw. noniusz, ang. Vernier
scale). Na zyczenie Wykonawcy zostanie udostgpniony plik graficzny z opisywana topografia.

Weryfikacja testow lezy po stronie Wykonawcy.

|. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia Urzgdzenia.

Centrum Zaawansowanych Materialow i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, budynek
technologiczny, laboratorium 3.33.

J. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Wszystkie ponizsze wymagania odnosza si¢ do instruktazu 2-4 osoéb. W przypadku instruktazu odbywajacego si¢ w
innym niz miejsce instalacji Urzadzenia miejscu Wykonawca poniesie wszystkie zwigzane z tym koszty - podrozy,
zakwaterowania, wyzywienia i przejazdow osob podlegajacych instruktazowi.
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Zakres instruktazu obejmuje minimum 5-dniowy instruktaz stanowiskowy z:
a) obstugi Urzadzenia wraz z obstuga zamowionego wyposazenia Urzadzenia w ramach opcji,
b) konserwacji technicznej Urzadzenia wraz z konserwacjg techniczng zaméwionego wyposazenia Urzadzenia w
ramach opcji,
C) obstugi programu sterujgcego, warunkow bezpieczenstwa, biezacych prac serwisowych Urzadzenia wraz z
zamowionym wyposazeniem Urzadzenia w ramach opcji.

Zakres instruktazu obejmuje dodatkowo minimum 5-dniowy instruktaz aplikacyjny w zakresie wykonywania litografii
elektronowej w laboratorium Zamawiajacego po instalacji Urzadzenia w terminie uzgodnionym przez Wykonawcg i
Zamawiajacego.

Wszystkie etapy instruktazu musza by¢ przeprowadzone przez osobe z udokumentowanym doswiadczeniem w zakresie
litografii elektronowe;.

K. Prawo opcji

1. Kaseta do zatadunku maski fotolitograficznej kwadratowej, dtugosci boku 4”
2. Kaseta do zatadunku maski fotolitograficznej kwadratowej, o dlugosci boku 5
3. Kaseta do zatadunku maski fotolitograficznej kwadratowej, o dlugosci boku 7”
Narzgdzie do zatadunku masek do kasety, jezeli jest niezbedne.

Czasu ustawienia wysokosci powierzchni podtoza/probki w kasecie < 1 min.

/\‘ gl'_zAAr‘\'IOWY Rzeczpospolita Sﬂ“fjrr‘]?;"’gz :‘:p‘;;:i; g
— Polska : R ekt
=m_- ODBUDOWY NextGenerationEU *



